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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年7月29日(2021.7.29)

【公開番号】特開2020-21796(P2020-21796A)
【公開日】令和2年2月6日(2020.2.6)
【年通号数】公開・登録公報2020-005
【出願番号】特願2018-143361(P2018-143361)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/34     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/11     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    3/34     ５０１Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   23/12     　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ   23/12     ５０１Ｂ
   Ｈ０５Ｋ    1/11     　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｋ    3/40     　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】令和3年6月15日(2021.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　複数の第１配線層と、
　前記複数の第１配線層を被覆する絶縁層と、
　前記絶縁層を厚さ方向に貫通して前記第１配線層の上面の一部を露出するとともに、容
積が互いに異なる複数の開口部と、
　前記各開口部を充填するビア配線と、前記ビア配線と電気的に接続され、前記絶縁層の
上面に形成された柱状の接続端子とを有する複数の第２配線層と、を有し、
　前記ビア配線は、電解めっき層と、前記電解めっき層と前記開口部の底部に露出する前
記第１配線層の上面との間に形成されたＮ層（Ｎは１以上の整数）からなる無電解めっき
構造と、を有し、
　前記ビア配線は、当該ビア配線が充填される前記開口部の容積が大きいほど前記無電解
めっき構造が厚くなるように形成されている配線基板。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、複数の第１配線層と、前記複数の第１配線層を被覆する絶縁
層と、前記絶縁層を厚さ方向に貫通して前記第１配線層の上面の一部を露出するとともに
、容積が互いに異なる複数の開口部と、前記各開口部を充填するビア配線と、前記ビア配
線と電気的に接続され、前記絶縁層の上面に形成された柱状の接続端子とを有する複数の
第２配線層と、を有し、前記ビア配線は、電解めっき層と、前記電解めっき層と前記開口
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部の底部に露出する前記第１配線層の上面との間に形成されたＮ層（Ｎは１以上の整数）
からなる無電解めっき構造と、を有し、前記ビア配線は、当該ビア配線が充填される前記
開口部の容積が大きいほど前記無電解めっき構造が厚くなるように形成されている配線基
板。
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